
本技術のアピールポイント

新技術の概要
厚さ数10～2000 nmからなる高分子薄膜を

生体デバイスの粘着ゲル層に積層
電極部の電極面に接着された粘着ゲル層の表面に積層され
た高分子薄膜により、生体との間で電気信号の授受能力を
保持しつつ、粘着ゲル層の接着力を低減し、使用者への不
快感を減らした生体デバイスを実現

• 生体に違和感なく貼付可能

使用者への不快感を減らした生体デバイス
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用途分野

• 生体デバイス
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